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继续领先一代: 
Xilinx 20nm 产品战略 
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新闻 

2012年11月14日  

  

基于28nm技术突破的赛灵思20nm产品系列 

继续领先一代 
 

下一代FPGA及第二代 SoC和 3D IC将与Vivado设计套件“协同优化”，提供最具吸引
力的ASIC和ASSP可编程替代方案 

 

 

San Jose, Nov. 13, 2012 – Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX) today announced its strategy for its 20nm portfolio, 

including the next-generation 8 series All Programmable FPGAs and 2nd generation of 3D ICs and SoCs. The 

20nm portfolio builds upon the breakthroughs that were proven at 28nm to provide an extra generation of system 

performance, lower power and programmable system integration.   Co-optimized with Xilinx’s Vivado Design Suite 

for the highest productivity and quality of results, the 20nm portfolio will address a wide range of next generation 

systems and provide the most compelling programmable alternative ever to ASICs and ASSPs.  

 

All Programmable FPGA 及第二代 SoC 和 3D IC 

 

Vivado设计套件“协同优化” 以实现更高的性能、功耗和集成度 

 

无与伦比的集成和实现速度 
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20nm 的强大根基: 28nm节点领先一代的技术 
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可编程逻辑器件 

实现可编程的 “逻辑” 
All Programmable 器件 
实现可编程的 “系统集成” 

 

28nm 
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行业首个发售: 2011年第一季度 

 

存储、XCVR、DSP 性能和集成

领先一代 (1.2-2倍) 

 

相比竞争对手降低25-50%的功

耗 
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在28nm上的领先一代 
All Programmable FPGA, SoC 和 3D IC 

行业唯一针对性能/瓦而优
化的 FPGA 

行业首个发售: 2011年第四季

度 

 

系统集成领先一代 

 

竞争对手在芯片发售上落后一

年以上 

 

Design  机会和 FPGA 相同 

行业首款 All 

Programmable SoC 

行业首个发售: 2011年第四季

度 

 

2012年第二季度无论在原型设

计还是有线通信方面均已大批

量产 

 

竞争对手落后一代: 测试芯片 

 

行业首款 All 

Programmable 3D IC 
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行业第一个增强 SoC 的设计套件 
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首次量产发售: 2012年第二季度 

从头打造， 针对未来十年的 All Programmable  器件 

目前应用于 30% 的 28nm FPGA中, 100% 的 3D IC中 
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Vivado: 从几个月到几周且拥有最高 QoR 
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设计:  2-3 个月  

集成: 1-2 个月 

验证: 3-5个月 

 

 

前一代 Vivado 

设计:  2-3 周 

集成: 1-2 周 

验证: 3-12 周 

 

 月 周 

集成时间 

 

规划:  1个月  

实现I: 2-3 个月 

修改: 1 个月 

 

 

 

规划:  1 周  

实现I: 2-3 周 

修改: 1 周 

 

 月 周 

实现时间 
前一代 Vivado 

 

 

 

 

 

 

没有优化 

QoR提升20% 

优化的 

结果质量 
老一代 Vivado 
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扩大下一代的竞争优势 
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Analog-to 

Digital 

同构 异构 

XCVRs 

3D IC 的专业性和供应链 

SoC 和嵌入式软件 

世界级的 XCVR和模拟混合
信号（AMS）技术 

通信业务部和应用IP 

下一代设计自动化 

http://omiino.com/


© Copyright 2012 Xilinx 
. 

铺就一个更积极的未来… 
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28nm HPL 20nm SoC Process 
10nm 
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14-16nm FinFET 

* 系统级的技术单位与 BOM成本的结合 （System level combines unit with BOM cost） 

系统级的价格/性能/瓦 

随着技术的演进而不断进行 

领域优化 20nm 

3D IC 

SoC 

FPGA 
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在20nm继续领先一代  

28nm 第一代 

All Programmable 器件 

20nm  第二代 

All Programmable 器件 

 

第二代 
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针对更高性能、更低功耗和更高集成度而协同优化 

All Programmable 器件 下一代设计工具 

从头同步构建! 

协同优化 
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满足20nm节点的市场需求 
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下一代FPGA 
针对更高性能、更低功耗和更高集成度而协同优化 

无与伦比的专为系统优化的收发器 

– 最高的信道质量：拥有第二代自动均衡的 

– 最高的带宽：拥有100个33Gb/s 收发器 @ 

性能优化提升2倍 

– 更快的 DSP ，BRAM（Block RAM）, DDR4 及收发器 

– 内存带宽加大2倍 

90％以上的布线结构 

– 实现更高的带宽总线和更快的设计收敛 

功耗优化至减半 

– 优化的性能/瓦 （Optimized performance/watt）  

– 下一代模块级的功耗管理 

集成度提升和BOM降低 1.5倍 

–  logic, DSP, BRAM, AMS, VCXO 提升1.5倍 
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第二代SoC 
针对更高的性能、更低的功耗和更高的集成度而协同优化 

第二代的多核 

– 异构（Heterogeneous）处理功耗 

– 高带宽 AXI 接口及安全性 

性能优化2倍 

– 多核、内存和结构协同优化 

– 更高的带宽连接：从处理系统到结构 

功耗优化至减半 

– SoC 级的功耗管理 

集成度增加及 BOM降低2倍 

– 多 CPU, DSP, FPGA, AMS 

– 经验证的 DSP 和 C 和 RTL中的Video IP 

下一代的设计工具  

– HLS支持的基于C的软件和硬件 

– 强大的生态系统 
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第二代 3D IC 
专为更高性能、功耗和集成度而进行了协同设计 

同构、异构3D 

– 第三代的构造和裸片架构 

–  支持更高性能缓冲的丰富的内存 

第二代 3DIC 互联 

– 裸片之间的互联带宽增加5倍多 

– 行业标准的接口 

 

尖端的功能 

– 支持未来的XCVR 协议 (56Gb/s) 

集成度提升和BOM降低 1.5倍 

– 逻辑增加1.5倍 (是28nm 单纯的一个芯片的3-4倍） 
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下一代的生产力 
无与伦比的集成和实现速度 

集成速度 

– C验证速度快100多倍 

– C到经验证的RTL速度快4倍多 

– RTL方针和硬件协同仿真速度快3-100倍  

– IP复用和到IP集成的速度提高4-5倍 

 

加速实现和提升结果质量（QoR） 

– 设计收敛快4倍多 

– 增量ECO 快3倍多 

– LUT利用率高20%  

– 性能提升3个速度等级 

– 平均功耗优势降低约50%  
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继续领先一代 
All Programmable FPGA, 第二代 SoC 和 3D IC 

性能加倍 

功耗减半  

生产力提升4倍 

集成提高1.5 – 2倍 

降低20 – 50%的 BOM 成本 
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谢 谢 ！  
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